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内容概要

本书介绍了超大规模集成电路相关的化学技术。
全书共分11章，内容涉及硅材料及硅化合物化学性质、衬底加工、环境净化、净化水的制备、净洗技
术、硅气相外延、键合、微机械加工、器件氧化、扩散与离子注入、制版、蚀刻、多层布线与全局平
面化、电镀与化学镀以及金属处理。
    本书可作为电子科学与技术学科高等教材，也可作为教师、研究生的专业参考书，同时对从事微电
子方面的企业和科研单位的专业技术人员也有重要的参考价值。
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